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(S) Chipmodul mit Aufnahmekdrper 

@ Chipmodul mit Aufnahmckdrper, insbosondoro mit 
Chipkartenkdrper genormter Bauart, wober der Chipmo- 
dul (2. 4, 22, 44, 58) in miniaiuiisjeder AusfDhrong in vor- 
gegebener Position auswechselbar in eine im Normfeld 
fur das Chipmodul (2, 4« 22, 44« 58} I'm Aufnahmekorper 
bzw. Chipkartenkdrper (1, S. AO, SO) vorhandene Ausnah- 
mung (3. 6. 17. 20. 57) einsetzbar ist. 
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IWschrcibung 

Technischcs Gcbict 

Die Hffindung bclritTi eincn (TiipiiKxiul mil Aufnahinc- 
Korpcr. insbcsonikrc iiiit Chipkancnkoipcr gcnoniitcr Bau- 
art. 

:>ianddcrTcchnik 

(.'bipmodule nrii Oiipkanenkorper sind weii vcrbrciicL 
Sic dicnen als Telefon-, Krankenkasscn- unct Bankkartcn. 
Voni gnindsatzlichcn Aulliau her bcsiehen sie aus eineni 
KancnkorpcT m\ Schcckkartenromiar und «meni darin ein- 
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auf seiner Umcrseiie mil eintr Vtrkapsclung vcrschcn scin. 
in viekn 1 alfen isi es jctioch auch gOnsiig, Hcnn das Chip- 
iiKxiul von cincm in die Ausnchmung passenden Insert ein- 
gctaBi isi. Diese Aus(ubnjn«.sfcn?>cn sind besonders dann 
5 f ccigneu wcnn das Chlpniodul im cingcscl/jcn /usiand auf 
seiner Untcrseiic wcii^chend geschut/i scin soli. 

Us ist abcrauch iiioglicb die AniennenspuJe in den Insert 
zu vcrlegen. !jchlietflidi ist es denkbar. daB dcr Aufnahiiic- 
bzw. ChipkancnkOrper einc Anicnnenspuk hai. die tiber 
10 Vcibindungskonlakic an den (.liiptiiodu! anschlkBbar isl. Jc 
nacb Anuendungsgebiei siehen dcm Fachmann hier vcr- 
schicdcne AusftShmngsfonuen zur ^Asrfiigung. 

Dcr CliipiiKxiuL die Modulvcrkapsclung und/odcr dcr In- 
sert wccdcn rail Austbmiungen verechcn. die mil AnschluB- 



gcbrachien Chipniodul mil au6enliegcndem KoniaklfekL 15 ausfonnungen in der Ausnehniung dcs Aufnahme- bzw. 



Dcr Daiemransfer und die Hneigieversoigung dcs (TiipniO' 
duls erfolgt Uber das Koniakifeld mil Sehreib- und Lesege- 
ratcn den sogcnanntcn Terminals. Dicse Tcmiinals sind auf 
die genomiien Datensaizc« Dinicnsionen und Koniaklanord- 
nungcn der koniaklbehaflcun ChipiiKxIuIe abgesiimnil. 

Dancben sind koniakilose CT)ipkartcn bekanni. bei denen 
die Daieniibertragung und die linergieverswguDg des Chip- 
moduls Qber eine intcgrierte Anieone erfolgt, die uber Funk 
mil cinem Terminal der ebcni'alls mit ciner Antenne ausge- 
suuiei isl in Wechselwirkung iriii. Die koniakilose Chipkane 2S 
muB lur fr^insalaionen nur in die Nahe des Terminals gc- 
brachi werden. Sie wird niehi in das Terminal gesicckt, so 
daB die auBercn Abnicssungeo dcr koniakllosen Chipkarte 
unkricisdi sind bczugiich der Nuizung eines Teniiioals. 
Koniakilose Chipkartcn lassen sich deshalb so kiein gesial- » 
ten. daB sie in Uhrengehausc odcr Schlusselanhanger einge- 
bracht werden konnen and so jederzdt \'erjijgbar sind. In 
dicscn Ausfuhrungsfornien werden sic bereits als elektroni- 
sdier Schltisscl, Berechtigungsnaehwcisodercicktrontscher 
Eintriiiskane bcnutzt. V» Nacbteil isi hier. daB es fiirkon- is 
taktlosc Crhipkarten bisher nur wenige Temiinals gibt und 
daB sie nichi als Bankkarte zugelasscn sind Bisher konnen 
Dur nomigcrccble und koniaklbehafeclc. Chipkartcn als 
B»nkkarte odcr ckkirons.<;che Gcldborse eingeseizt werden. 



DarstcUuDg der Erfindung 



Der Erfindung Kegl die Aufgabc zugrunde. eine Kompali- 
biliial zwischcn den miniaiurisienen Cliipmodulen und den 
koniaktbehaftcten noniigerechien CTiipkancn fiir besle- 45 
hende Temunals herzusicllen. AuBerdera sdl dcrEinsatzbe- 
rcich dcr ChipnxxJule vergroBert werden. 

Die Losung der gestellien Aufgabc wird bd eineni Chip- 
inodut der eingaogs genannten Gatlung crfindungsgem^ 
dadufch encicht, daB der Qiipmodui in mintaturisierter SO 
AiisAihrung in vorgcgebener Pbsirion auswechselbar in eine 
im NormlekJ liir das Clupniodui im Aufnahmekorper hiw. 
Cbipkarienkcxper vorfiandene Ausnehniung druckknoplar- 
tig eiosetzbar ist, Der an acb bekannle Aufnahmekorper 
bzw, Oiipkarlenkdrper wird lolgiich mit ciner Ausnehmung 55 
ausgestanet, in die das mioiaiunsiene Cbipmodul einge- 
dnicku beziefeung:twcisc wicdcr herausgedruckt werden 
kann. Mil eingeseizietn Chipraodul ist der Chipkartcnkofper 
als Bankkarte und der (ileicben verwcndbar. Nimnu man 



Cliipkarteokarpers karcspoodieren und formschJussige 
Etnrasiverbindungcn bildcn. Dabei sind die Ifinrasiverbin' 
dungcn bei cincm Chipkarlcnkoipcr so ausgcstalict^ daB sic 
den Cbipmodul so ausrichten. daB das AuBcnkonlaklfeld 
20 des ChipnKxhiis biindig zur Cliipkartcnkorperoberflachc 
licgL Dies ist wichlig fiir die Funkiion der Kane. 

Uni das Einbringen des Chipniodub in den Aufnahnie- 
hzw. Chipkanenkorpcr zu erfcicblem. wird zuiiiindesi cine 
der Ausformungen am Korpcr, Chipnxxiul, der Modulvcr- 
25 kapsclung Oder Jetn Inifcn aus cincm elajsioniercn ^KerksiuU 
hergestclil. tine fur viele Fallc sehr braucbbarc Ausllihrung 
crgtbt sich dann, wenn die Ausnehniung des Aufnahme- 
bzw, Chipkancnkorpers mil einetn FJnsalz aus elastonierent 
Werksioff verschcn isi. 

Zur Mxierung der Position des CTiipmoduls crfaali die 
Ausnehmung cine Konlur, die mil der Kontur dcs Chipmo- 
duls, seiner Vtrkapselung beziehungsweise Inserts ubeiein- 
Stimint Ilicrdurch wird einei Vcrdieliung des ChipuKxiub 
bcim Hinsctzen enlgegengewirkt 

Die Ausnehmung, insbesonderc im Chipkanenkorpcr, 
kann mil eineni Boden abgeschlossen sein. Hierzu kann bei- 
spielsweise die unlcre Deckl^ des (.TiipkartenkorpcR die- 
nen. In viclen Fallen isles jcdochgunsiig, wenn die Ausneh- 
niung cine den Chipkanenk^pcr durchdringende OfTnung 
ist» die voo beiden Sciien der Chipkane zuganglich ist 

Die Dickc dcs ChipinoduU mil odcr ohne Vcrk^»elung 
beziehungsweise Insen wird kleiner oder gleicb dcr Chip- 
kanendicke gewfthli. Die Dicke besiimmi sich unler ande- 
rem auch dadurch, daB die Ausnehmung mit eineiB Boden 
abgeschlossene isl oder nichl. 

Bei einem ChtpDKxiul mil von aufien 7ug3nglicbcni Koa- 
Bdafekl ist vorgesehen; daB die Hinrastveibindungen den 
Chipnaodul so ausrichien. daB das AuBcnkoniaktfeki des 
Chipnioduls biindig zur ChipkartcnkerperoberflScbe liegi. 

Bei einem Clupkartcnk^per aus einer Obcrschicht, Mit- 
iclschichi und Bndenschicht isl die Miticlschichi ira Bcreich 
der Ausnehmung mil die AusschluBausformung bildcndcn 
Befesiigungslippen verschcn, wclchc in cine HinterschDci- 
dung an der Modulvcrkapselung beziehungswdse des In- 
serts grcifcn. Die Befesiigungslippen lassen sich bei der 
HerstcUung der Chipkane in gOnsiiger Welse anbringcn. 

ScblicBIich ist es mfiglich, den CTripkanenkSiper mit wo- 
oigstcns einem weiteren CTnpraodul zu versehen, der aus- 



wechselbar odcr cKisfcsi mil dem (liipkancnkdrper verbun- 
das Cl)ipmodul aus dem Cliipkancnkorpcr so kann er bei- <o den werden kann. IDerdurch erhali dcr Chipkanenkorpcr 
spielsweise wicder als clcklronischcr SchlOssel Oder elckiro- dne Mullifunktion und kann fiir die umencMedKehsioi 
nischc Einiiiliskane in einem Aufnahmekorper verwcndel 
werden. Mil nur einem Cbipmodul kOnnco somil vetschie- 
dene Einrichiungen bestOcki wenten. AuBcrdcm isi es mog- 
lich» den AufnahmekOTpcr bzw. Chipkanenkorpcr mil vcr- 



schiedeoen Chipmodulen zu versehen. 

In bcvorzugier Ausfiihrungsfomi ist das Cbipmodul mil 
etnor iniegtieiien Aniennenspule ausgestailet. Dabei kann es 
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Mullifunktion uod kann fiir die unterschicdHchsicn 
Zwedke ctngcsetzt werden. 

Kurzbcschreibung dcr Zdchnungcn 



Anband mehreicr. in der Zeichnimg daigestellter Ausfub- 
rungsbdspiele wild die Erfindung naher eilauierL 
^zdgeD: 
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Fig, 1 den prinzipiellcn Aufbau von ('hipkancnki5rpcr 
und ChipiiKxiul, 

F*^. 2 c'xncn C1)ipn)odul in cinctn nuniaiuristerlcn (*hip- 
karlcnkfvpcr. 

Fig. 3 cincn Liinosschniit durch den Chipkarlcnkdrpcr 5 
nach Fir. 2. 

Fq^ 4 cincn (liipkani:nkc>rpcr mil cineni Insert, 

Fig. S vvrgroGcn einen l^gsschniti duiuh den Cbipkar- 

icnkfirpcr nach F^. 4, 
FiK* 6 cincn Cliipkancnkdrpcr mil zwci (*hipTitodu)cn to 

und 

Fig. 7 einen Cliipntodul cingcsctzl in ein I Jhrgchausc. 
Ausfiihrung dcr Hrfindung 

15 

In der Fig, 1 isl cin gcnonnlcr C^hipkarienkorpcr 1 in iter 
Draufsicht gczctgu in den das iiiiniatunsicne Chtpniodul 2 
auswcchsclbar in Richtung auf die Chipkarlcnkarpcrcbenc 
zu eingesetzi ist. FCirdas Chipiiiodul 2 isi die Ausnchniung 3 
vorgesehcn. die sieh ini nicht niiher be/eichncicn Nonnfcld 2*) 
far das (liipnKxjul 2 bcfindet. 

Die Fig. 2 /eigt ein ChipnKxlul 4, dafi in denebenfalls mi- 
maturisterten Chipkartcnkorpcr 5 eingefugi isl. Hierfar isu 
wie auch aus der Fig. 3 ersichiJich, der Chipkartcnkorpcr 5 
init dcr Odnung 6 ver^hcn, die sieh in der obercn Dedk- 2S 
schiehi 7 des (^hipkartenkorpers 5 befindet. Zur Unicrsrul- 
zung der Pcsitionicrung des Chipnioduls 4 in dcr Offnung 6 
isl sowohl die OlTnung 6 ds auch das Modulsubstral $ in dcr 
obercn rochtcn Eckc 9 abgeschrS^l, Das Chipmodul 4 kann 
foiglich nur in dcr gczeigtcn Lage in die Oflfnung 6 eingc- W 
setzl wcrdcn. 

DasChipnKxiui 4 ist inii dcni Konlaktfeld 10 ausgcsiaiiet. 
daB mil seiner CW5erflachc biindig mr C!hipkiinenkarper- 
oberflache 11 verlauft. 

Auf seiner Unierscite isl der Chipmodul 4 niit ciner Ver- .^S 
kapsclung 12 vcrscbcn. Die Vcrkapselung 12 hai einen nach 
unten vorsichcndcn Rand 13 und dne kegeltormig vcriau- 
fende Hinierschneidung 14, so daB sic. mil dem Rand 15 in 
den Chipkanenkorper 5 eingcsctzU hinicr die Lippe IS des 
Chipkaitcnkorpcrs 5 greilL Die Lippe 15 wird von der Mil- 40 
Iclschichi 16 des Chipkanenkorpers S gel^ildef und sicllt in 
der OlYnung 17 des Chipkartenkorpers 5 einen umlaufcndcn 
Rand dar, Wic auf der Fig. 3 gezeigt. isl die OfTnung 17 
durchgchend und die V^pselung 12 bildet den unteren 
AbscfaluB fur die Offnung 17. Die Vcrkapseluog 12 reicht 45 
nicht v511ig bis ao die AbschluBflache der Offnung 17. hcnin 
und kann dcshalb Icichl mit dcr Daunicnflache ertasiel wer- 
den. wcon das CHripmodul 4 aus der Offnung 17 herausge- 
drOcki u-erden soU. 

Im vorllegenden Fall tsl das Chipmodul 4 mil cincr An- so 
(cnnenspule 1^ ven^ehen, die auf dem ohcren Rand der 
TJppe 15 zum Aniiegcn kommt. Die Offnung 17 ninmil die 
gcsanite H6he dcr unicrcn Deckschichi 19 cin. 

Der Chipkanenkorper 5 isl besonders fur ciBcn auswoch* 
selbaren Einsatz i n cincm Uhigchause geeignel. SS 

In der Ffe, 4 ist ein Cliipkancnkarper 1 ntti dem prinzi- 
ptcllcn Aufbau des Chipkartenkorpers 1 aus F^. 1 gezeigt. 
In eine durchgebende Offnung 20 im Chipkanenkorper 1 ist 
das Inscn 21 cingcsetzl, daB in seiner Mine cincn < Chipmo- 
dul 22 hat. Das Chipmodul 22 ist mil dem AuBcnkontaktfeld 60 
23 vcrsehen. Das im wescntlichcn cine ruade Form aufwei- 
sende Insert 21 ist am unteren Rand 24 abgeschragu damii 
es in die ao g]cictN:r Slcllc cbenfalls abgeschrSgic Kbalur 
der Offnung 20 paBi. Es wird angenierln, daB auch jcdc an- 
dcrc gcomcirischc Form vcrwcndct wcidcn kano, z. B. auch 6S 
bereiis cxistiereodc Formcn von Chipmodulen. 

Wie aus der Fig. 5 ersichtlich, bestchi das Insert 21 aus ei- 
ner Oberscbicfal 25 dessen OberflSchc 26 bimdig nut der 
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Obcrflachc <kT Komakic 23 und der Obcrflskrhc 27dcs Chip- 
kancnkorpcrs 1 vcriauft. Dcswcilcren ist cine Miuclschicht 
2K vorgeschen, u-cldic die Antcnncnspulc 29 aufninnut. An 
die Vfittelschichi 2g schlieBi eine Bockrnschichi 30 an, wcl- 
chc die OlTnung 20 auf ihror Unierseiie hOndig mil dcr Un- 
icTsciic 31 dcsChtpkancnk5rpcrs 1 abschlieBi. 

An die Antcnncnspulc 29 isl iibcr die Kontakistcllen 32 
das ChtpnKxtul 22 angeschlosscn. 

Dcr Inncnrand 33der OlTnung 20 i.si mit ei nem T!in^/.34 
vcrsehen. der aus cincm clastonicrcn Wcrkstoff bcstchi« und 
nach innen in die Ofthung 20 geriehtel, eine Befesiigungs- 
lippe 35 biidel. Diesc Lippe 35 tsl uiiilaufcnd in dcr gcsani- 
ten Offnung 20. f>as Inscn 21 ia mil dcr untlaufcnden Nut 
36 versehen, in welcbe die Befesiigungf^lippe 35 forra- 
schlQssig eingreift 

In dcr Fig, 6 ist cine bc.f^ondcrc Ausfuhrungsfonudcr vor- 
licgcndcn Erfindung gezeigt. bci der der Chipkanenk5rpcr 
40 mil cincr Antcnm;n!;pulc 41 vcrsehen. ist, die iibcr Vcr- 
hindungskoniaktc 42. 43 an den (liipnKxIul 44 angeschlos- 
scn sind. AuBerdem ist der Chipkartenk6rper 40 tnii cincm 
weileren Chipmodul 45 versehen. so. daB cine Multifunkli- 
onskurte entstcfai. Je nach Bedarf kann das Chipmodul 44 
bczichungs wcisc das (Chipmodul 45 fesi odcr auswcchsclbar 
mil dem Clupkancnk6iper 40 verhunden sein. 

In der F^g. 7 isl iin Schniii halbsdlig der Aufbau cincr 
lJhr50 als Aufnahmekdiper fUrein Cliipniodul gezdgt Die 
Uhr 50 bcstchi aus cincm GchSuse 51, das auf seiner Ober^ 
seite mil eincm Uhrglas 52 abgcdeckc ist. Im Gcluuse 51 be- 
finden sieh der Werkring 53, cine Zwiscbenplalte 54 und ein 
Kunslstofifziifemblati Auf der Unierseite des Gchauses 
51 isi ein 7wischenboden 56 eingeklipsi. dcr eine Tasche 57 
fur einen auswechsclbaren Chipmodul 58 hai. Gehalien 
wird der Chipmodul 58 durch einen tmiisparenieo Unierbo- 
dco 59. Dcr Chipmodul 5^ ist auswcchsclbar cingcsetzf. 
IFierfiir kann der in gleicher Weise wic der Zwischenboden 
56 mit einer Wulsi 60 versehene und dadurch einklipsbait 
Unterboden 59 abgenonmten und ein neuer ChipnKxiul ein- 
gcsetzl wcrdcn. Auf dicse Wcisc konncn unlcischicdliche 
Chipmodule votn Benutzcr der Uhr in die Uhr eingebrachi 
bzw. ausgetauschi wenlen. 

Rucntanspriiche 

1. Cliipmodul mil Aufnahinck&pcr. insbesondeie mil 
Cbipkartenkdrpcr gcnonntcr Bauan, dftdureh gdkeniK 
zeichneU dafi der C^pmodul (2, 4, 22, 44. 58) in mi- 
niaturisierter Ausfiihrung in vocgegebener Poaiion 
auswechselbar in dne im Normfeki fdr das Chipmodul 
(2, 4, 22, 44, 58) im AufDahnickoipcrbzw. Chipkanen- 
korper (1. 5f 40, 50) vorhandenc Ausnchmuog r3, 6, 17. 
20, 57) einsetzhar ist. 

2. Cliipmodul nach Anspruch 1 . dadurch gekennzcich- 
oci, daB dcr Chipmodul (4) mil cincr inlegrierten An- 
tcnncnspulc (18) ausgestaltet isl. 

3. Chipmodul nach dnem der Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekcnnzeichnet, dafi der Chipmodul (4) auf sei- 
ner Unierseite mit dncr N^rkapsclung (12) vcrsehen 
isl. 

4. <!hipmodul nach einem der Ansprikrbc 1 bis 3, da- 
durch gekennzeicbnet, daB der Chipmodul (22) von ci- 
ncm in die Ausnchmung (20) passenden Insert (21) 
eingefaBt isl. 

5. Chipmodul nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzetchnet, daB der Insert (21) des Moduls 
nut cincr AnicnncDspuIc(29) vcrsehen ist. 

6. Chipmodul nach einem der Anspriiche I bis 4, da- 
durch gekeniueichnet, daB der Aufnabmekorper bzw. 
Cliipkanenkorpef (40) eine Anicnncnspule (41) hat. 
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die ubcf Vcrbindiingskociaklc (42, 43} an den Chipnio- 
<lul (44) anschlicCbar isl. 

7. C^hiptiKxluJ nach eineiii tier Anspriichc 1 bis 6, da- 
liurch gekcnn/ckhnc!, da8 der ChiptrMxiul (4), die Mcv 
duJvcrkapsclung (12) und/odcrdas Insen (21) mil Aus- 5 
fomiungcn (13, 14, 36) verschcn sind, die iitii An- 
schluJiaustonnungen (15. 35) in der Ausnchuiung (17. 
20) dcs AufoaJmie' Chipkancnkorpt*n» (1, 5) kw- 
rcspofXiicrcn und Ibniischld&sigc binrdslvcrtindungen 
bildcn. JO 
S. C*hipnicx)ul nach eineni der Ansprifche 1 bis 7, da- 
durch gckcnn/cidincu (iaB /uniindesi cine der Ausfor- 
mun^ cn ani AufnahnK- bzw. Otpkanenkarpcr (1, 5). 
am Chipniodul (2, 4. 22), an der Modulverkapselung 
(12)odcrdcra Insen (21) aus cincni clasionncrcn Werk- is 
sioflTbesicht 

9. (Thipnxxlul nach cinein dcr Anspriiche 1 bis da- 
durch gckcnnzckhncU daB die Ausnchiiiung (20) dcs 
Cliipkanenkorpcrs (I) mil cinciii Hinsaiz (34) aus da- 
stoincrcni WcrksiofT verseben isL ?) 

10. Chipniodul nach cinem dcr Anspriiche I bis 9. da- 
durch gckcnnzcichneL daB die Position des Chipnio- 
duls (2, 4, 22) im Aufnahiuekorper brw. Chipkanen- 
k5qx:r (1, 5, 40) durch die Koniur dcr Ausnehmung (6. 
20, 24) und dcs Qiipinoduls, seiner \^rkapseluDg (12) 25 
beziefaungsweise dcs lns<^ (21) voibestinuni ist, 

11. Chipmodul mil Chipkartcnkorper nach einctn der 
Anspriichc 1 bis 10, dadurch gckcunzeicfanet. daB die 
Ausnehmung (3) eine den Chipkartcnkorper (1. 5. 40) 
duiebdringcndc QrTnung (1 7. 20) isL 30 

12. Chipmodul mil Cliipkanenk5rper nach cinem der 
Anspruche 1 bis 11, dadurch gckcnnzeichnei, dafi die 
Dickc deai Cliipiiioduls (4» 22) ohnc odcr mil N^i kapsc- 
lung (12) bcziehungsweise Insert (21) kletner oder 
gicich der Cliipfcartendicke (d) isi. :\y 
13* Cliipmodul mil von aufien zuganglichein Kontaki- 
feld nach eincni dcr Anspruche 1 bis 12, dadurch ge- 
kcnnzcichnct, daB die Einrastvcrbindungen den Cbip- 
TiKxiul (2, 4, 22) so ausrichicn, dafi das AuSenkonukt- 
feld (ID, 23) dcs Chipmoduls (4, 22, 44, 45) biindig zur 40 
Chipkaricnkorpcrobcrflache (11. 27) Ikgt. 

14, Chipmodul nach cinem der Ans{»iicfae I bis 13, 
dadunch gekennzrichnel, daB bei einem ChiptiKxiul (5) 
aus eincr Oberschidii (7X Miuclschicht (16) und Bo- 
dcnschichi (19) die Miuelschichr (16) im Bereich dcr 45 
Ausnehmung (17) mil die AnscfaluBaustbrniuog bil- 
denden Befesrigungslippc (15) versdicn isl, wclchc in 
eine Hinicrscbneidung (14) an der Modulverkapselung 
(12;, bcziehungsweise des Inscits (21) greiii. 

15. C^hipmodul mit Cliipkanenkdrper nach eineni der sa 
Anspruche 1 bis 14. dadurch gekcnnorichnet, dafi dcr 
(*bipkanenk6rper (40) mit wcntgstens einem weitcim 
Chipmodul (45) versefaea isi, der auswechselbar oder 
onsf-^.i mil dem Chipkanenkarper (40) verbunden isL 

55 
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